
Conditions de stockage des circuits imprimés

Les circuits imprimés sont très hydrophiles, ainsi ils doivent être conservés dans des conditions de température et humidité constante jusqu'à ce qu'ils soient assemblés avec des composants. Le temps de stockage doit être le plus court possible et l’utilisation des circuits imprimés doit être faite selon le principe FIFO (first in - first out). Les circuits imprimés non utilisés doivent être réemballés en films sous vide. La manipulation doit être faite avec des gants pour éviter la contamination.

Paramètres recommandés:
	La température de stockage
	30º C au maximum

	Humidité
	65% au maximum



Les emballages recommandés sont les films en polyéthylène thermocontractile, sous vide, anti-statiques. Optionnellement, on peut utiliser des indicateurs d’humidité et/ ou un sachet absorbant d’humidité. Pendant le stockage on peut utiliser le support mécanique (placage, carton). 

Les circuits imprimés qui ont été stockés une période plus longue ou pour lesquels les circonstances du transport ne peuvent pas être établies exactement, doivent être soumis à un test de soudure.

[bookmark: _GoBack]!!! On recommande le séchage des circuits imprimés avant de les assambler !!!

Paramètres recommandés pour le séchage:
A. Séchage dans l’étuve de séchage par la convection/ tirage forcé ou sous vide
Les plaques doivent être positionnées sur tranche avec une distance de 10 mm entre elles - pas les unes sur les autres!

	Matériel
	Température (° C)
	Temps de séchage (min.)
	Temps jusq’à l’installation

	FR4 (Tg 135°C)
	120
	≥120
	24 heures au maximum

	FR4 (TG >135°C), Rigide-flexible, Flexible, Multicouche ≥6 couches
	130
	≥120
	8 heures au maximum



B. Le séchage dans l’étuve à vide à 50 mbar permet un procès de séchage avec 20° C plus bas, et le temps de séchage est de  ≥ 60 minutes.
C. Les circuits imprimés avec des superficies thermosensibles (par exemple l’étain chimique) sont séchés préférablement dans des étuves de séchage à vide!

Période de stockage en emballage sous vide et milieu contrôlé (Etuve de stockage):
	Type de finissage du circuit imprimé
	Période de stockage

	HASL
	6 – 12 mois

	HAL avec Pb
	6 – 12 mois

	Passivation organique (OSP)
	< 6 mois

	Ni/Au
	12 mois

	Étain chimique
	< 6 mois



La conservation des circuits imprimés en autres conditions que celles recommandées ci-dessus réduit beaucoup la période maximale de stockage (lors de l’étain chimique ou de la passivation organique peut durer même moins de 4 semaines)!
